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cikkiinkben hemutatott Linux illetve

Windows operaciés rendszerrel
kaphato beagyazott modulok
hasznalataval (SOM: System-On-Module)
az elektronikai fejlesztés egyszeriihb, a
végtermék sokkal gyorsabban piacra
juttathaté, minha a mérndk egyedi
aramkort tervezne az adott feladatra. A
heagyazott rendszerek lehetnek Single
Board szamitogépek, vagy ezek
(computer-on-module), melyek kozos
tulajdonsdga, hogy tudashan a
mikroprocesszor felett és egy teljiesen
felszerelt szamitogeép alatt
helyezkednek el. A mai COM kartyak
altalaban egy kis panelre épitett
Kompakt szamitogép funkcioit
hiztositjak az egyedi applikaciokhoz, kis
mérethen és alacsony fogyasztassal,
ahogy ezt a hedgyazott rendszerek
altalanossaghan megkivanjak.

F&S heagyazott modulok és COM kartyak

COM kartyak és Single Board
szamitégépek

A COM kartyakon mikroprocesszort,
memoriat (RAM) ¢és a mitkodéséhez
I/O portokat tallhatunk,
azonban a Single Board szamitogépekkel
ellentétben a COM board rendszerint
perifériak

sziikséges

nem rendelkezik a
illesztéséhez  sziikséges  szabvanyos
csatlakozokkal. Ezért a COM Kkartyat
altalaban egy hordoz6 panelre (carrier
board) illesztve kell hasznalni, ami a
fizikai csatlakozasokat is biztositja a
rendszer tovabbi elemei felé.

Ez a felépités I¢hetové teszi, hogy
modularis rendszert alakitsunk ki, mivel
a miikodési sebesség szempontjabol
eszkozok a COM
kartyan helyezkednek el, igy csak ezt

kulcsfontossagu

kell cserélni akkor, ha a komplett
rendszer a késObbiekben upgrade-ra
szorul. Ha kereskedelemben kaphatod
hordozokartyat valasztunk, akkor a
modularitas is megmarad és a design is
egyszerii lesz, azonban lehetéség van
egyedi fejlesztésii alaplap kifejlesztésére
is, ami az egyedi funkciok integralasat
teszi lehetdvé, mig az alapfunkciok a
cserélhet6 COM-on maradnak. A teljes
rendszer gyorsitasa, példaul uj CPU
generacio megjelenésekor, ennek
cseréjével - a specialis egyedi funkciok




érintése nélkiil - megvalosithatd. Ez a
koltségek
illetve a fejlesztési id6 lerdviditéséhez is

tervezési csOkkenéséhez,

a legjobb moddszer. Természetesen az
akkor
egyszerien, ha a COM Kkartya 0jabb

upgrade lehetséges  ilyen

verzidja kompatibilis marad az eredeti
alaplappal.

F&S Elektronik Systeme - a

heagyazott rendszerek egyik
vezeto gyartoja
A német F&S Elektronik Systeme

1SO9001
tanusitvannyal rendelkez6 fejlesztd és

mindségbiztositasi

gyartocég, fo profilja az ARM alapt

beagyazott ~modulok tervezése @ ¢s
gyartasa. Minden altaluk kinalt termék
Windows (WCE 6.0/WEC 7/WEC 2013)
vagy Linux

operacios  rendszerrel

telepitve kertil értékesitésre.

Az EFUS markanév az egyszeriiség
(Easy), a funkcionalitas
univerzalitas (Universal) és a kis méret

(Funcional),

47x62.1x11
kombinacidjat hivatott képviselni. Ez a
COM
rezgésallo csatlakozassal illeszhetd az
hirtelen
mechanikai vibracionak (50G-ig) , igy

(Small  size mm)

népszerl modul  specialis

alaplapra, ¢és ellendll a

idedlis razkodd kornyezetben is. A
szabvanyos kialakitas lehetové teszi az
olcs6é alaplap hasznalatat, nincsenek
atkotések, minden elem feliiletszerelt. Az
illeszkedé alaplap ajanlott tervrajza
(EAGLE) hozzaférheto. Az EFUS
COM el6 van készitve specialis tovabbi

kiegészitd funkciok (pl WiFi, ZigBee)

extra  chip-on  modulokkal  valo
megvaldsitasara is, természetesen
néhany eszkozmeghajtd szoftver

hozzaadasa sziikséges.

Az EFUS COM A4ltal hasznalt CPU a
FreeScale markaja 1.MX6 Cortex-A9,
mely kivald 3D multimédia grafikat
tamogat, és harver enkodert/dekodert is
kinal egészen 1080p (full HD)
felbontasig. Az ARM Cortex A9 CPU
hires a nagyon alacsony fogyaszasarol
(0.35mW/MHz), igy
kivalo sebesség (MHz)/ energiaigény

hasznalataval

rata érhetd el. Nagy elény a garantalt 15
éves hozzaférhetéség is, valamint a
kiterjesztett ipari homérséklettartomany
(-40 °C - +85 °C). Az EFUS COM
kinalta interfészek tobbek kozott az
Ethernet LAN, soros, USB, CAN, 12C,
SPI, SDCard, SATA, PCle ¢és kamera
illesztés. Az efusA9 lehetové teszi egy

RGB képernyd, egy LVDS kijelz0 és egy




tovabbi DVI eszkoz egyidejii hasznalatat
is. Tamogatja max. IGB DDR3 RAM ¢és
akar 1GB Flash + 32 GB eMMC
program memoria cimzését. Linux, WEC

SBC
interfésszel rendelkezik és

armStone™ csaldd, minden
sziikséges
szabvanyos, vagy specialis, in muti-pin

csatlakozok segitségével illeszhetdk a

7 és Windows Compact 2013 operacos  periféridk  hozzd. Az  elsddleges
rendszerekkel rendelhetd. megjelenitdé egy LVDS interfésszel
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armStone™ single hoard  rendelkezé eszkdz, de tovabbi DVI
computer kijelz6  csatlakoztatisara  is  van

Az alaplapra illeszthet6 COM modulok
alternativdja az integralt Single Board
szamitogép, melyhez nem sziikséges a

hordoz6 lap  hasznalata  illetve
fejlesztése, mivel a kiils6 periféidk
illesztéséhez sziikséges port
csatlakozasok =~ mind  rendelkezésre

allnak. Igy a fejlesztési koltségek és a
piacra keriilési id6 minimalizalhato. Az

F&S kinalataban megtalalhatdo népszeri

lehetéség. A PicolTX ipari szabvanynak
megfeleld kialakitds (100 x 72 mm)
illeszkedik a
hordozhaté és

tokéletesen ,.kompakt,

hatékony eszkoz”
koncepciohoz. Az ArmStone™ 5V-os
tapfesziiltsége mellett, a valasztott CPU-
tol fliggben alacsony, akar csak néhany
wattos fogyasztds érhetd el, igy az
eszkoz hiitéventillator vagy komolyabb
hiitéborda nélkiil

armStone™ eldre telepitett operacios

is hasznalhatd. Az




rendszerrel rendelkezik, ami lehet WCE
6.0/ R3, WEC 7/2013 (Microsoft
licensszel) és Linux.

Az armStone™AS5 lelke a Freescale
Dual-Core CPU (Asymmetric
Multiprocessing). A Vybrid CPU hosszu
ideig (10+ év) hozzaférhetd ¢és megfelel
szabvanyoknak. A  két
processzormag a Cortex-A5 - 500MHz
¢és a Cortex-M4 - 167MHz 2D hardveres
FPU, ¢és
tdmogat. Az

az  ipari

gyorsitast , Window-Layer,

NEON funkcioét is

flip

armStone™AS  kiegészithetd =~ max.
512Mbyte DRAM-al és max. 1GByte
Flash  memoriaval, azonban  mar

128Mbyte NAND Flash is elegendé a
teljes Windows Embedded CE vagy
Linux Flashrol valé bootolasdhoz. Az
SBC altal kinalt interfészek az USB
Host/Device, 2x LAN, 3x RS232, 2x
CAN, SPL, I?)C, Audio (IN/ OUT/ MIC).
Opcionalisan =~ micro-SD kartya is
illeszhetd a redszerhez. Egy maxidlisan
XGA felbontasu LVDS kijelzé vagy egy
alternativ SVGA felbontasu RGB kijelz6

hasznalhat6 megjelenitésre, mig rezisztiv
vagy kapacitiv érint6képernyd interfész
is megtalalhato az eszkozkészletben.

Az armStone™A9 lelke a Freescale
1.MX6 Quad-Core ARM Cortex-A9 CPU
(NEON, FPU, OpenGL/ ES 2.x, 3D,
MPEG4). A
eszkoz hasznalata mellett a tobb mint 15

legfontosabb érv ezen
évre tervezhetd hozzaférhetGség, melyet

a FreeScale specidis progamja tesz

lehetévé (Freescale Product Longevity

Program). Az armStone™A9
felszerelhet6 max 4GByte DDR3
SDRAM-al, ¢s néhany GByte Flash
memoriaval,  kiegészithet6  Gigabit

Ethernet opcidval is. Tovabbi elérhetd
interfészek a 4x USB 2.0 Host, USB 2.0,
CAN, I*)C, SPI, Audio, SDIO, PCle és
soros busz is. A kijelzés 2 csatonas
LVDS (max felbontas WUXGA -1920 x
1200), RGB (max SVGA) és HDMI/
DVI HD1080)
parhuzmosan, akar

(max eszkozokkel

kiilonallo
tartalommal valosithatd meg, mig a
kapacitiv vagy rezisztiv érintéképernyd

illesztésére I?C busz all rendelkezésre.




Az 5V-o0s (8-14V) tapfesziiltség mellett  DeSign stratégia
az energiafogyasztas kb 3W, igy az

armStone™A9 is hasznalhato A fent részletezett eszk6zok
hitéventillator nélkdl. hasznalataval a nagyobb
Az eszkdz extrém alacsony fogyasztas — sebességigénybdl, vagy tovabbi
mellett high-end megjelenitést tamogat.  interfészek hasznalatabol fakado

Kiilonosen multimédia alkalmazasokhoz ~ magasabb elvarasok nem  okoznak
tovabbi  hardver  kiegészitések is  problémat a fejlesztd szamara, mert
elérhetok az i.MX6-al (OpenGL/ ES 2.x, minden  fenti  csalad  kiilonb6z6
3D OpenCL-el, OpenVG 1.1), melyek  tudasszinttel rendelkez6 eszkozei

jelentésen tehermentesitik a CPU-t és  egymassal pin és szoftver
segitik a folyadékkristalyos kijelzést az  kompatibilisek. ~ Evente  tobb
alacsony fogyasztas megtartasa mellett. SBC/COM keriil bevezetésre és 10
évenkeént a kifuto modellek
Az ArmStone eszkozok  helyettesitésére is jelennek meg 1j
Osszehasonlitasat az alabbi tablazat  eszk6zok. Ezzel a  stratégiaval a
konnyiti meg : hattérben a fejleszték kockazatmentesen
dolgozhatnak.
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SINGLE BOARD COMPUTER (SBC)

Processing power | ++ HH+ T
Typ Freescale Vybrid Freescale i.MX 6 Freescale i MX 6
CPU | No. of cores [ Single / Dual-Core Solo / Dual / Quad-Core Single / DualLite / QuadPlus
| Gores ARM Cortex-AS & -M4 (max. 500 & 167 MHz) | ARM Cortex-A9 (max. 1.2 GHz) ARM Cortex-Ag (max. 1 GHz)
GPU NEON 2D, Open VG, Open GL 3D, 2D, Open VG, Open GL
| Windows/ Linux WCE 6.0, WEC 7, WEC 2013 / Linux | WEC 7, WEC 2013 / Linux WEC 2013 / Linux
‘ Flash (max) 1GB* 168" 1GBSLC + 32 GB eMMC*
RAM (max) 512 MB 4GB 4GB
‘ HSD Card 1x on-board 1x on-board 1x on-board
Ethernet 2x10/100 Mb 1x 10 /100 / 1000 Mb 1% 10/100/ 1000 Mb
USB Host/ Device ‘ 1-2¢ /1% ax/1x 4x/1x
CAN/UART 1-2x/ 3% 1x/3x 2x /5%
PC/SPI ‘1-2)(/1)( 1x/1x 1x/2x
Audio Line In / Qut / Mic Line In / Out / Mic Line In / Out / Mic
Towh Panel | AR POAP Towh v PG PONP Towch v G
SATA/PCle | 1x/1x Ix/1x
RGB/LVDS 18 bit/ 18 bit 18 bit /2x 18/24 bit -/ 2x 18/24 bit
Temperature range | 0°C ... +70°C [-25°C ... +85°C]* | 0°C ... +70°C [-25°C ... +85°C]* 0°C ... +70°C [-25°C ... +85°C]*
| Specials | Camera digital, WLAN, Bluetooth
Minimal availability | 2023 2029 2029






